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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEX est cons-
tamment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte
bien I’état actuel de la technique.

Y

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, a I'éta-
blissement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en
consultant les documents ci-dessous:

® Bulletindela CEI
Publié trimestriellement

® Rapport d’activité de la CEI
Publié annuellement

@ Catalogue des publications de la CE I
Publié annuellement

Terminologie utilisée dans la présente publication

Seuls sont définis ici les termes spéciaux se rapportant a la
présente publication.

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera & la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro
technique International (V.E.L), qui est établie gous >
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défin
ral étant publié séparément. Des détails complets s¥
peuvent étre obtenus sur demande.

Symboles graphiques et littéranx

Comité d’Etudes

L’attention du lecteur est attirée sur la page 3 de la couverture,
qui énumere les autres publications de la CET préparées par le
Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.
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Revision of this publication

The technical content of TEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

@® 1E C Bulletin
Published quarterly

@ Report on I E C Activities
Published yearly

Catalogue of I E ¢ P¢

OR request.

Graphical and letter symbols
Only special graphical and letter symbols are included in
this publication.

The complete series of graphical symbols approved by the
IEC is given in 1EC Publication 117.

Letter symbols and other signs approved by the IEC are
contained in I E C Publication 27.

Other I E C publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back
cover, which lists other I E C publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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4
COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

TROISIEME COMPLEMENT A LA PUBLICATION 326 (1970)

Exigences’et méthodes de mesures générales
concernant les cartes de ciblages imprimés

Cartes imprimées multicouches

PREAMBULE

ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant  ces question
un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et

3) Dans le but d’encourager P'unification internationale, la CEI expgrime le
dans leurs régles nationales le texte de la recommandatipn d¢ 1 CEI, ans Ia>eSure ol les conditions nationales le
permettent. Toute divergence entre la recommandatj ¢ : dgle nationale correspondante doit, dans la

‘Un docu ecré a_été discy la réunion tenue & Washington en 1970. A la suite de cette
réunion, un &finiti % Bureau Central)76, fut soumis aux Comités nationaux pour
approbation syj

Pays-Bas
Pologne
Autriche . Portugal
Belgique Roumanie
Canada Royaume-Uni
.Danemark Suede
Etats-Unis. d’Amérique Suisse
France Tchécoslovaquie
ITtalie Turquie
Japon Union des Républiques
Norvege Socialistes Soviétiques

Documents

- Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60326C 1974 .


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60326c-1974
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60326c-1974

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

THIRD SUPPLEMENT TO PUBLICATION 326 (1970)
General requirements and measuring methods for printed wiring boards

Multilayer printed boards

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical €
National Committees having a special interest therein are represented, express, as neaf
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepfed™s
sense.

3) In order to promote 1nternatlona1 umﬁcatlon the IEC expresses the wi h that a Na ignal Cox mlttees should adopt

indicated in the latter.

A Secretariat draft was
. a final draft, document
the Six Months’ Rule in

The following cot ] in favour of publication:

Norway

Poland
Belgium Portugal
Canada Romania
Czechoslovakia Sweden
Denmark . Switzerland
France Turkey
Germany Union of Soviet
Italy Socialist Republics
Japan United Kingdom
Netherlands United States of America
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TROISIEME COMPLEMENT A LA PUBLICATION 326 (1970) -

Exigences et méthodes de mesure générales concernant les cartes de cablages imprimés

‘Cartes imprimées multicouches

Introduction
La présente publication est diffusée en attendant la révision compléte de la Publication 326.

Comme ce travail demandera encore un certain temps, le présent complément a été préparé de fagon a
fournir les renseignements essentiels dont -on doit pouvoir disposer dés maintenant pour essayer les cartes
imprimées multicouches.

ociés a usage domestique

— 68
— 97:

— 167: ésistance d’isolement des isolants solides.

— 194:

— 243: €SS mdéespour la détermination de la rigidité diélectrique des matériaux

— 249-1:
et ses

— 249-3: Matériaux de base & recouvrement métallique pour circuits imprimés.
3¢ Partie: Matériaux spéciaux utilisés en association avec les circuits imprimés.

— 326: Exigences et méthodes de mesure générales concernant les cartes de cablages imprimés.
et ses ’ '
complé-
ments

Publication ISO ' ,

— R 178: Détermination des caractéristiques de flexion des matiéres plastiques rigides.
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THIRD SUPPLEMENT TO PUBLICATION 326 (1970)

General requirements and measuring methods for printed wiring boards

Multilayer printed boards

Introduction

This publication is issued pending the complete revision of Publication 326.

Since this task will take some time, the present supplement has been prepared to provide the essential
information on testing multilayer printed boards which has to be made available without delay.

This recommendation should be used in conjunction with the following other

IE C Publication

— 65 Safety Requirements for Mains Operated Electroni gent for Domestic

and Similar General Use.
— 68: Basic Environmental Testing Procedfires,

— 97: Grid System for Printed Circuits.

— 167: Methods of Test for the Determirfatio

f the
Materials. %
— 19%4: Terms and Definitionsor Pxj iINCUNS.
— 243: Recommended Methy ¢ ectric” Strength of Solid Insulating_Materials at

Power Frees‘

— 249-1: Metal-clad Base
and its
supple-
ments

— 249-2:
and its
supple-
ments

— 249-3: Metal-clad Base Materials for Printed Circuits. Part 3: Special Materials used in Connec-
tion with Printed Circuits.

— 326:  General Requirements and Measuring Methods for Printed Wiring Boards.
and its
supple-
ments

ISO Recommendation

— R 178: Determination of flexural properties of rigid plastics.
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1. Domaine d’application
La présente recommandation est relative aux cartes de cdblages imprimés multicouches

prétes au montage des composants, et ne tient pas compte de leur méthode de fabrication; elle
est destinée & servir de base aux accords entre acheteur et vendeur.

Le terme « spécification particuliére » utilisé dans ce document renvoie a de tels accords.
2. Objet
Décrire les méthodes d’essais et établir des exigences uniformes pour juger des propriétés et

des dimensions des cartes de ciAblages imprimés multicouches.

3. Généralités

3.1 Classification

11 est recommandé de prévoir deux classes.

Jis’en aucun cas on ne devra supprimer
les exigences concernant la xésistance d’i iof (paragraphe 5.2), les courts-circuits
internes (paragraphe 5.7), cheg thermique (paragraphe 7.1) et la soudabilité
(paragraphe 7.4). ’
3.2

33

34

L’examen visuel doit &tre fait avec un grossissement optique d’environ trois fois, et si possible
une Tunrere diffusée.

4. Dimensions et autres exigences pour toutes les cartes avant la division en lots
4.1 Epaisseur de la carte
4.1.1 Dimensions hors tout: les dimensions hors tout des cartes multicouches seront celles spécifiées

par ’acheteur.

4.1.2 Epaisseur de la carte et tolérances: les épaisseurs préférentielles et les tolérances associées sont
données dans le tableau I.
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1. Scope

This recommendation relates to multilayer printed boards irrespective of their method of
manufacture, when they are ready for the mounting of the components, and is intended as a
basis on which agreements between purchaser and vendor can be made.

The term ““relevant specification’” used herein refers then to such agreements.

2. Object

To describe test methods and establish uniform requirements for judging the properties and
dimensions of multilayer boards.

3. General

3.1 Classification

— Class A: Stringent functional requirements,

— Class B: Normal functional requirements.

no case should the requirement for inteérconmection resi e -clause 5.2), internal short-
circuits (Sub-clause 5.7), resistance to/thermal ~ -clause 7.1) and solderability (Sub-

32 Standard atmospheric condition§ for testiug~(see I E Q¥Publication 326, Sub-clause 3D

3.3 Workmanship
The multi@ inte axd shall beyprocessed in a careful and workmanlike manner, in
accordance with S ACti :

3.4 General exdmination

possible, transmitted light.

4, Dimensions and other requirements for all boards before division into Iots
4.1 Board thickness
4.1.1 Over-all dimensions: the over-all dimensions of the multilayer board shall be as specified by

the purchaser.

4.1.2 Board thickness and tolerances: the preferred thickness and associated tolerances are given in
Table I.
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Les tolérances données dans le tableau I s’appliquent uniquement aux cartes encartables et
s’appliquent uniquement  la surface de la carte qui est destinée a €tre insérée dans le connecteur
TABLEAU 1

Epaisseur des cartes et tolérances
(comprenant les conducteurs et revétements)

Epaisseur nominale Ecart -
0,8 mm (0,0315 in) -+ 0,15 mm (0,006 in)
1,6 mm (0,063 in) + 0,20 mm (0,008 in)
2,4 mm (0,095 in) 4+ 0,25 mm (0,010 in)
3,2 mm (0,13 in) ) + 0,30 mm (0,012 in)

4.2 Trous

4.2.1 Dimension des trous

la CEIL

42.1.1 La dimension des trous doit étre spécifiée p

42.1.2  Lorsque I’on utilise le flancco
les caractéristiques en seronix

— épaisseur totale:
— diamétre des trous:
— ¢épaisseut des fouille

1,6 mm  (0.063 in)
1 mm (0.04 in)
35 um (0.0014 in)

Si acheteur et vendeur sont en désaccord sur la qualité des trous métallisés, ’essai de réfé-
rence du paragraphe 5.6 peut étre appliqué a tous les trous suspects a I’examen visuel.

422.1 Les trous ayant un manque de métallisation ne doivent pas dépasser 5% du nombre total de
trous métallisés.
4222  Epaisseur du dépot de cuivre.

_ . Afin de remplir les exigences de la présente recommandation, il est recommandé que la
| moyenne des valeurs mesurées ne soit pas inférieure a 25 wm (0,001 in); aucune mesure indivi-
duelle ne doit &tre au-dessous de 15 um (0,0006 in).
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The tolerances given in Table I apply only when the board is to fit into an edge connector and
apply only over the area of the board that will be inserted into the connector.
TABLE 1

Total board thickness and tolerances
(including conductors and plating)

Nominal thickness l Deviation

0.8 mm (0.0315 in) 4+ 0.15 mm (0.006 in)
1.6 mm (0.063 in) 4+ 0.20 mm (0.008 in)
2.4 mm (0.095 in) -+ 0.25 mm (0.010 in)
3.2 mm (0.13 in) + 0.30 mm (0.012 in)

4.2 Holes

4.2.1 Dimension of holes

The dimension of holes shall conform to Sub-clause 4.2 of I
4.2.1.1  The hole dimension shall be specified by the purchas€r, except

4.2.1.2  Where a composite panel in accordgfice\wit
the parameters are:

— total thickness (0.063 in)
— hole diameter (0.04 in)
— copper foil thickpés (0.0014 in)

— patterns accordihg to i

between pu%;s
422 Plated-through ho

wtailure of the plating in the hole, but voids are permissible provided
dimensions do not exceed 25% of the hole diameter. Visual assess-
um dimensions/hole diameter is sufficient.

When the quality of the plated-through holes is in dispute between purchaser and vendor,
the referee test of Sub-clause 5.6 may be applied to all holes that appear suspect when visually
examined.

4.2.2.1. Holes with plating voids shall not exceed 5% of the total number of plated-through holes.

4.2.2.2  Thickness of copper plating

It is recommended that in order to meet the requirements of this recommendation, the average
of the measured values shall be not less than 25 um (0.001 in) and no individual measurement
shall be below 15 pm (0.0006 in).
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4.3 Position de U'impression et des trous métallisés (voir Publication 326 de la CE]I, paragraphes
44.1,44.2,442.1 et 4.4.2.2).

L’écart radial de la position du centre du trou par rapport au point de référence doit etre celui
qu’indique la spécification particuliére.

4.3.1 Excentrage permis entre le trou et la pastille pour les couches externes

La couronne métallique de la pastille ne doit pas étre inférieure, en aucun point, a:

a) 0,25 mm (0,010 in) pour les trous non métallisés;

b) 0,075 mm (0,003 in) pour les trous métallisés.

4.4 Dimensions des conducteurs (autres que les contacts encartables)

4.4.1 Si les couches internes doivent étre examinées, les exigendes \din
cation 326 sont applicables.

de la Publi-

4.4.2

44.2.1

4422

4.4.2.3

re filiforme 2 ’examen visuel utilisant un grossissement

vénsion des trous et des défauts de bords des conducteurs doit étre mesurée avec un
ent optique possédant un réticule de mesure et un lecteur a 0,025 mm (0,001 in).
Le nombre de trous dans les conducteurs ne doit pas étre supérieur & 1 par 6,5 cm? (1 in%)
de surface de carte.

iii) Les enfoncements des conducteurs ne sont pas un cas de rejet de la carte imprimée.

44.3 Particules entre conducteurs

Si I’espacement prévu entre conducteurs est de 0,4 mm (0,016 in) ou moins, il ne doit pas y
avoir de particules de métal entre ces conducteurs.

Si I’espacement prévu entre conducteurs- adjacents est supérieur & 0,4 mm (0,016 in), les par-
ticules entre les conducteurs adjacents ne doivent pas réduire la ligne de fuite de plus de 20%;
dans tous les cas, la ligne de fuite ne doit pas étre inférieure a 0,4 mm (0,016 in)."
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43 Position of pattern and plated-through holes (see 1E C Publication 326, Sub-clauses 4.4.1, 4.4.2,
4.4.2.1 and 4.4.2.2)

The radial displacement of the position of the centre of the hole with regard to the reference
point shall be as specified in the relevant specification.

4.3.1 Permissible misalignment of hole and land for outer surface layers

The radial metal width of the land at any one point shall not be less than:
a) plain = 0.25 mm (0.010 in);

b) plated = 0.075 mm (0.003 in).

4.4 Conductor dimensions (other than edge board contacts)
441 If inspection of inner layers is required, then the dimensional condit
326 apply. o
4.4.2 Outer layer conductors shall conform to the following:

4.42.1 - Conductor width

Except in the case of local defects (see Sub- g dimensional conditions of

I1E C Publication 326 apply.

4.4.2.2  Spacing between conductors

4423 Defects

i) There sk
magnifi %

ii) Holes or gdge

The numberof holes in conductors shall not exceed one in 6.5 cm? (1 in?) of board area.

iii) Indentations in conductors shall not be a reason for the rejection of the printed board.

4.4.3 Particles between conductors

If the design spacing between conductors is 0.4 mm (0.016 in) or less, there shall be no metal
particles between those conductors.

If the design spacing between adjacent conductors is greater than 0.4 mm (0.016 in), any
particles between adjacent conductors shall not reduce the leakage path length by more than
20%, but in any event, the leakage path length shall not be less than 0.4 mm (0.016 in).
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4.4.4 Contacts d’extrémité de carte (fichiers imprimés)
La surface métallique doit étre lisse et exempte, dans la zone de contact, de défauts propres a
causer une réduction des propriétés électriques ou mécaniques du connecteur. Les défauts dans-

le métal de revétement propres a causer de telles réductions sont: trous d’épingle, rayures pro-
fondes, enfoncements, rugosité ou cavités.

Contacts double face (reliés par des trous métallisés): quelques défauts peuvent étre permis
sur la zone de contact, sur une face, si le méme contact sur la face opposée n’a pas de défaut. -

44.5 Le revétement des conducteurs et/ou des contacts d’extrémité de cartes doit étre conforme
aux exigences suivantes:

a) Examen visuel

Les revétements doivent étre lisses et d’apparence uniforme, ¢ de fentes, briilures,

creux, bosses et cloques.

b) Porosité du revétement

La surface revétue doit &tre essayée suivant 1 : : es données par 1’Essai
d’exposition au gaz et les essais electrographigues hli i 326 de la CEIl,
annexe D.

‘Apreés essai, ’apparition d’un dessin
pas permise. Une corrosion et des po
contact et les limites admissibles doive

sse
particyljer

5.
5.1

sation. Nerréur de I’appareil de mesure doit étre inférieure a 4- 5%
5.2 Résistance d’interconnexion

5.2.1 Eprouvette
L’essai doit étre effectué sur ’éprouvette G du flan d’essai de type, figure 1, page 36, ou sur
I’échantillon pour essai des cartes de production (voir annexe A, dessin 1).
5.2.2 Méthode

Mesurer la résistance de chaque combinaison de deux trous adjacents des rangs A ou E
de I"éprouvette G, a I’exception des trous AS et A6, E3 et E4, Ell et E12 en utilisant un
pont Kelvin & quatre points de contact ou tout appareil équivalent. (voir figure 2, page 37).
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